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出席國際會議心得報告
摘  要
    ISOCC為本研究領域傑出的研討會議之一，每年均有諸多傑出人員與會，出席與會進行研究交流之外，同時發表論文RSCE-Aware Ultra-Low-Voltage 40-nm CMOS Circuits。會議安排了許多special sessions，皆由資深教授邀請資深研究者進行演講。本人所發表之論文即為此類邀稿。
    會議演說中提及四大設計趨勢特別值得關注:關係到環保議題、關係到健康社會議題、關係到社會安全議題、關係到生活品質議題，對於未來研究計畫的提升，大有幫助! 本此安排對於韓國學生助益極大，值得國人舉辦國際會議借鏡。
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1、 目的
本次出國目的在參加2011 International SoC Design Conference (ISOCC)國際學術會議，並親自發表學術研究論文。參加會議同時了解韓國與世界之IC相關設計趨勢與發展，並與世界研界學者交流。
2、 參加會議經過

本會議2011 International SoC Design Conference (ISOCC)由韓國IEEK學會及IEEE CAS學會支持，於韓國濟州島Hamada Hotel。韓國是全球發展晶片電路設計或製作等相關產業的重要國家之一。本會議同時舉辦設計比賽，顯得相當活絡。

根據議程的排定首先登場的是半天的精采主題演說，包括(1)Giovanni De Micheli的Nanosystems: Devices, Circuits, Architectures and Applications，提及奈米CMOS電路與系統的設計趨勢，(2) Sung-Mo “Steve” Kang的Cognitive Systems-on-Chip for Quality of Life提及奈米CMOS電路與系統的應用趨勢。兩位都是世界級大師，令與會大眾獲益良多。
我所屬的發表場次排定在會議第1天(Nov/16)的Session 5: Three-dimensional Stacking: Theories, Tools and Tapeouts。 3D半導體為未來相當重要之技術，國內TSMC, 日月光, 工研院等單位亦投入大量資源進行研發。因此此單元的確切中時勢。
本session的論文包括Developing  Through-Silicon  Stacking  Process  Using 3-D  CMOS  Imager  as  a  Test  Vehicle (提及以影像感測器為載具之設計經驗)、TSV Fault-tolerant Mechanisms with Application to 3D Clock  Networks(提及3D可靠度之EDA工具開發)、RSCE-Aware Ultra-Low-Voltage 40-nm CMOS Circuits (提及適合3D IC之超低電壓設計技術及晶片設計)、TSV  Density-driven Global  Placement for  3D Stacked ICs(提及3D IC繞線開發)及Physical  Hierarchy  Exploration  of  3D  Processors (提及處理器設計技術)。

我們所發表的論文即為RSCE-Aware Ultra-Low-Voltage 40-nm CMOS Circuits，我們的論文提及三項新技術，讓超低電壓之設計不只考量主動功率消耗，更考慮了奈米製程之漏電功率消耗(如下比較表)，為未來以生醫為主的3D IC中之主流設計技術帶來曙光。
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3、 與會心得

(1) Cognitive Systems-on-Chip for Quality of Life一場演說中提及四大設計趨勢特別值得關注:

(1) Sustainability (關係到環保議題)
• Energy- solar, wind, biofuel, etc. 

• Clean water, air 

• Carbon sequestration  

• Nature conservancy 

(2) Health (關係到健康社會議題)
• Advance health informatics 

• Customize medicine 

• Telemedicine 

• Affordable health care 

(3) Vulnerability (關係到社會安全議題)
• Prevent nuclear terror 

• Prepare for disasters  

  (earthquake, tsunami, fire) 

• Secure cyberspace 

(4) Quality of Life (關係到生活品質議題)
• Personalize learning 

• Improve urban infrastructure 

• Tools for scientific discovery 

• Enhance virtual presence 

顯然半導體設計技術之進步與未來人類生活將繼續息息相關。
4、 建議事項
本會議有一個非常特別的特色，即其安排了許多special sessions，且此些special sessions的講者都是由資深教授邀請資深研究者進行演講。本人所發表之論文即為此類邀稿。此安排對於韓國學生助益極大，能對於學生之學習有極大之幫助，值得國人舉辦國際會議借鏡。
5、 攜回文獻資料清單
1. 會議論文全文之MicroSD碟。

2. 會議議程冊。
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